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고열전도성 복합소재의 열전도도를 특수한 장비 및 공정 없이 30%이상 향상시킬 수 있는 
기술

기존 아민 대신 양이온 개시제를 사용하여 경화
 • 미시적으로 분자수준의 정렬된 구조를 형성하는 액정성 수지의 정렬 구조 를 선형중합을 통해 

정렬된 형태 그대로 경화시키는 복합체의 조성 및 경화방법을 제공

현재 현재 상용 제품 (MCPCB, ~ 4 W/mK) 대비 약 8배
 • 선형경화에 의해 액정성 에폭시의 액정배열이 유지되어 포논산란이 감소하고 이로 인해 아민으

로 경화된 수지 대비 열전도도가 41%이상 향상됨 
 • 메소겐(mesogen) 및 하나 이상의 선형중합 반응기를 포함하는 액정성 수지를 포함하며, 액정

성 수지는 선형중합 개시제로 경화되어, 미시적으로 일방향으로 배열되고, 거시적으로 배열된 
격자의 방향이 서로 다른 다중 격자를 갖는 것인, 고열전도성 고분자 복합체가 제공함

수명 연장 및 높은 휘도 구현 가능
 • 수지의 열전도도 향상으로 동일량의 필러 함량 조건에서 열전도도가 30 % 이상 향상 
 • 35W급 LED 조명용 기판 적용 시 MCPCB 대비 약 38% 온도 감소 
 • 포논 산란이 최소화되고 정렬된 격자 구조가 없이 경화된 동일 수지 및 복합체 대비 향상된 열

전도도를 제공
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 • 액정성을 띄는 에폭시 수지를 기존 아민 경화제
가 아닌 선형경화제로 대체 및 경화하여 손쉽게 
열전도도를 향상할 수 있는 기술 

 • 액정성 에폭시의 규칙적 분자 배열을 선형경화하
여 규칙성을 극대화하여 수지 및 복합체 열전도
도 향상이 가능함 (수지 열전도도?~0.5 W/mK, 
일반 고분자 대비 200% 이상 향상)

[대표도면]
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LED모듈, 자동차램프
활용 분야

시장 규모 및 전망

전기장 및 자기장의 인가는 고가의 대형 장비 및 연속공정 상의 에로사항 등에 의해 대량 생산 공정에 
적용되기 힘들다는 단점이 존재함. 전자기장의 인가와 같은 추가 공정의 도입 없이 액정성 에폭시의 
정렬도를 높여 향상된 열전도도를 구현할 수 있는 기술의 개발이 필요함
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사업화 포인트

06
활용 분야 및
시장 규모

(출처: MarketsandMarkets)

글로벌 패키지 LED 시장은 예측 기간(2021~2026
년) 동안 4.6%의 CAGR로 성장하여 2026년까지 

221억 달러에 이를 것으로 예상됨
[글로벌 LED 패키지 시장 규모]
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